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1.1 ALCANCE

Este documento describe las condiciones objetivo (ideales), aceptables y no conformes que son observables de forma interna o externa
en placas impresas. Representa la interpretación visual de los requisitos mínimos establecidos en diversas especificaciones de placas
impresas; por ejemplo, la serie IPC-6010, J-STD-003, etc.

1.2 PROPÓSITO

Las ilustraciones visuales de este documento representan criterios específicos de los requisitos de las especificaciones actuales de
IPC. A fin de aplicar y utilizar correctamente el contenido de este documento, la placa impresa debería satisfacer los requisitos de diseño
del documento correspondiente de la serie IPC-2220, además de los requisitos de desempeño del documento correspondiente de la
serie IPC-6010. Si la placa impresa no cumpliera con estos requisitos u otros equivalentes, los criterios de aceptación deberían ser los
acordados entre el usuario y el proveedor (AABUS).

1.3 ENFOQUE DE ESTE DOCUMENTO

Las características se dividen en dos grupos generales:

• Características observables de forma externa (sección 2)

• Características observables de forma interna (sección 3)

Las condiciones ‘‘Observables de forma externa’’ son aquellas características o imperfecciones que se pueden apreciar y evaluar en o
desde la superficie exterior de la placa. En algunos casos, como ante la presencia de huecos o burbujas, la condición es en sí misma un
fenómeno interno que resulta detectable desde el exterior.

Las condiciones ‘‘Observables de forma interna’’ son aquellas características o imperfecciones cuya detección y evaluación requieren
microsecciones de la muestra u otras formas de acondicionamiento. Existen casos en los que estas características pueden resultar
visibles desde el exterior y requerir microsecciones para evaluar los requisitos de admisibilidad.

Durante la evaluación, las muestras deberían permanecer iluminadas en la medida necesaria para realizar un examen efectivo. La
iluminación no debería permitir sombras sobre el área de interés, excepto aquellas causadas por la propia muestra. Es recomendable
utilizar iluminación de campo oscuro o polarización para evitar el deslumbramiento al examinar materiales altamente reflectantes.

Las ilustraciones incluidas en este documento representan criterios específicos relacionados con el título y el subtítulo de cada página,
y recogen breves descripciones de las condiciones aceptables y no conformes de cada clase de producto. (Ver 1.4). Los criterios
de aceptación de calidad visual están dirigidos a facilitar las herramientas adecuadas para la evaluación de anomalías visuales.
Las ilustraciones y fotografías de cada situación están relacionadas con requisitos específicos. Las características que se tratan son
aquellas que pueden evaluarse mediante observación visual o a través de la medición de características observables visualmente.

Este documento, respaldado por los requisitos de usuario adecuados, debería proporcionar criterios visuales efectivos al personal de
garantía de calidad y de fabricación.

Este documento no puede abarcar todos los problemas de fiabilidad a los que se enfrenta la industria de las placas impresas. Por
lo tanto, los atributos que no aborde esta publicación deben acordarse entre el usuario y el proveedor (AABUS). El valor de este
documento radica en su uso como documento básico que permite su modificación por medio de ampliaciones, excepciones y
variaciones que pueden resultar adecuadas para aplicaciones concretas.

Al adoptar decisiones de aceptación o rechazo, se debe conocer y mantener el orden de prioridad de la documentación.

Este documento es una herramienta destinada a observar cómo puede un producto diferir de la norma debido a variaciones en los
procesos. Consulte IPC-9191.

IPC-A-600 proporciona una herramienta muy útil para comprender e interpretar los resultados de la Tecnología de inspección
automatizada (AIT). La AIT puede ser aplicable a la evaluación de muchas de las características dimensionales que se ilustran
en este documento.

IPC-9121 resulta igualmente útil como guía de resolución de problemas, causas y posibles acciones correctivas relacionadas con los
procesos de fabricación de placas impresas.

1.4 CLASIFICACIÓN

Este estándar reconoce que los productos eléctricos y electrónicos están sujetos a clasificación en función de su uso final previsto.
Se han establecido tres clases generales de productos finales que reflejan las diferencias en productibilidad, complejidad, requisitos
de desempeño funcional y frecuencia de verificación (inspección/prueba). Cabe reconocer que existe la posibilidad de que estas clases
de productos se solapen con relativa frecuencia.

Las imperfecciones ‘‘Indicador de proceso’’ no solo están permitidas, sino que permiten proceder con el suministro.

1 INTRODUCCIÓN
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